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摘要  应用压力传感器研究了不同筛分粒径的硅粉的流化性质，证实流化床层的压力脉动标准方差σp随着表观气

速的增加而线性增大, 根据σp=0的条件即可确定流化床的初始流化气速Umf. 此Umf与传统压降变化法得到的实

验结果基本一致. 对测得的不同筛分粒级的硅粉的Umf进行拟合，得到了Umf与相应粒级平均粒径的关联式

Umf=0.014e10(d–0.28)–0.012e–10(d–0.28)+0.065. 对双粒级复配混合颗粒体系的σp进行的实验研究

发现，其σp介于相关单粒级体系的σp之间，并且粗颗粒组份的比例对σp的影响较大. 
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